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二、摘要、目录、图表

　　随着以消费者为导向的应用爆炸式增长，半导体产业受到了极大驱动。半导体制造与封

装越来越多地引入各种新材料，这为半导体材料供应商带来了许多商机。预测2008年全球半

导体产业将增长4%，而全球半导体材料市场将增长9%，达461亿美元。在区域市场部分,日本

在雄厚的晶圆制造和封装市场基础下，2008年以22%的占有率成为全球最大的材料市场,而台

湾在过去四年晶圆和封装产业强劲成长的带动下,则成为第二大半导体材料市场。此外,总括新

加坡、马来西亚、菲律宾、其它东南亚国家,以及小型全球市场则排名第三大。而大家关注的

中国市场,在产能陆续开出之后,成为全球成长最快的半导体材料市场。

 

　　然而，目前我国半导体支撑材料业的发展很不平衡，与国际高科技产品相比较还存在一

些差距。因此，国内半导体材料企业应该"苦练内功、夯实基础"，不断提高工艺水平，加强

技术创新力度，让产品上档次，满足高端市场的需求。这样才不会忧虑国外厂商大举进入带

来的激烈竞争，更不用担心国外先进技术带来的巨大冲击，反而可以吸引更多的大型厂商进

入国内市场，形成一种良好的竞争机制与环境，促进半导体材料市场的健康发展以及国内电

子信息产业企业的技术进步与产业升级。与半导体产业链上其他环节相比，国家对半导体材

料产业的支持相对较弱，业界在不断呼吁，相关政策应尽快延伸到材料业。

 

　　在消费电子与绿色能源需求的推动下，新型半导体材料将更多地在生产中得到应用，新

材料的使用同时也是降低成本的需求。此外，新的工艺技术也会对材料提出新的要求。预计

到2010年或2014年，硅材料的技术和产业发展将走向极限，第二代和第三代半导体技术和产

业将成为研究和发展的重点。政府决策部门、半导体科研单位和企业在现有的技术、市场和

发展趋势面前应把握历史机遇，迎接挑战。

 

　　本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、

国家商务部、国家工业和信息化部、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国半导体行业

协会、中国电子材料行业协会、中国电子元件行业协会、中国行业研究网、国内外多种相关

报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对国内外半导体材

料行业的发展状况进行了深入透彻地研究，对我国半导体材料主要市场发展情况、投资机会

作了详尽分析。报告重点分析了下游半导体行业发展情况，报告还对国内重点半导体材料企

业及未来半导体材料发展趋势进行了分析，是半导体材料及相关制造企业、投资部门、研究



机构准确了解目前中国市场发展动态，把握半导体材料行业发展方向，为企业经营决策提供

重要参考的依据。
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